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一、 公司簡介 

1.1 關於技嘉 

技嘉科技創立於 1986 年，是台灣的電腦硬體生產商之一，以主機板產品為

主力，1998 年 9 月 24 日首次於台灣證券交易所掛牌上市，資本額新台幣 

62.89 億元，營業額新台幣 508 億元，品質認證的項目有 ISO9001:2008、

TL9000-H R5.0/R5.0、OHSAS 18001:2007、ISO 14001:2004、IECQ QC 080000、 

ISO14064-1:2006、PAS 2050:2008，在專利的部份，全球申請 3,231 件，已核

准 1,859 件。 

 

 

圖 1、技嘉科技南平廠 

 

 

 

1.2 地理位置 

技嘉科技南平廠的地址是桃園市平鎮區南平路 215 號，搭乘新竹客運往龍

潭/新竹/竹東至王屋站(平鎮大潤發)下車，步行約 10 分鐘即可到達。交通路線

可由北二高大溪交流道轉66號東西向快速道路，於中豐路出口匝道迴轉後右轉，

至南平路右轉即可到達。 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E8%84%91%E7%A1%AC%E4%BB%B6
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E6%A9%9F%E6%9D%BF
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圖 2、技嘉科技南平廠地理位置圖 

1.3 公司規模 

技嘉科技南平廠的廠區面積有 45000 平方公尺，有 10 條 SMT 產線、6 條 DIP

產線、4條測試線、3 條包裝線和 4條系統組裝線。 

 

 

1.4 公司理念 

 創新價值，擴大市場 : 唯有不斷創新價值，才能開創市場。 

 追求品質，堅守承諾 : 唯有追求完美品質，才能保持競爭。 

 強化服務，滿足客戶 : 唯有持續改進服務，才能持續成長。 

 改善效率，迅速變革 : 唯有達成專業迅速，才能變革生存。 

 專注品牌，建立信賴 : 唯有建立品牌認同，才能累積價值。 

 關懷社會，善盡責任 : 唯有善盡社會責任，才能永續經營。 

 

 

1.5 集團願景 

技嘉科技集團自 2009 年啟動「綠動計畫」，以「由心做起」為出發點，結合

企業文化，整合內外部資源，推動一系列創新且多元的活動，藉由名人講座、環

境教育活動、綠色創新、生態志工服務等方式，展望國際環保趨勢、深耕在地議

題，讓永續發展及生態關懷深植人心，提升同仁環境保護應有之知識、態度與技

能，並落實在工作及日常生活中，進而形塑技嘉綠動新文化。由心出發的永續概

念，也展現於產品設計思維，技嘉致力推廣 Eco-Design 概念，期許不斷創新為

優質產品注入綠色新價值，促成企業與環境共好的永續發展經營模式。 
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圖 3、技嘉科技目標 

1.6 社會責任 

 致力提升能源、資源使用效率，消除有害物質，以零廢棄、零污染為目

標。 

 落實清潔生產，強化永續供應鏈管理，持續以高道德標準與規範推動可

持續發展。 

 發展低碳科技，致力開發綠色產品、推展綠色消費，創造綠色品牌。 

 2014 年集團溫室氣體減少 18,241 公噸 CO2 排放量(相較基準年)，環

境教育時數達 20,981 小時。 

 2013 年首創於總部頂樓建置「永續生態屋頂」，打造永續能資源、微生

態系統、融合生物多樣化概念之綠空間，以人與環境共生共榮為理念，

追求自然與永續。 

 2002 年成立「技嘉教育基金會」 ，以非營利方式發揚創新科技、美化

人生宗旨。 

 科技教育推廣 : 捐設電腦教室、支持教育電台推廣節目、舉辦校園資

訊講座等。 

 創新教育推廣 : 策辦技嘉資訊產品設計競賽 G-Design、產學合作等。 

 藝文推廣 : 設立美化人生藝廊、辦理美化人生藝術欣賞與藝術講座

等。 

 關懷弱勢 : 捐贈醫療基金、成立獎助學金、協助果農重建家庭等。 

 關心社會 : 捐贈 N95 口罩、捐贈救護車、醫療設備 、捐贈體育設備

等。 
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1.7 服務據點 

全球都有設立服務據點，其中佔多數為亞洲地區，大部分落在中國地區，相

對的中國市場是比較龐大，而北美洲與南美洲據點數較少。為了提供全面且貼心

的售後服務，技嘉科技在全球一百多個服務據點建立了完整的服務網絡，提供客

戶及消費者最迅速且專業的服務，並透過免付費電話及線上技術客服，即時提供

技術諮詢服務，提升客戶滿意度。 

 

圖 4、全球服務據點 

1.8 組識簡介 

1.8.1 集團組織 

圖 3為技嘉集團的組織圖，總裁為葉培城，在技嘉集團旗下的子公司有集嘉

通訊、盈嘉科技和曜嘉科技，技嘉科技南平廠的製造事業群是我實習的單位。 

 

圖 5、集團組織圖 
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1.8.2 集團簡介 

 

圖 6、技嘉集團產品簡介 

1.9 產品項目 

技嘉科技以電腦零組件起家，隨著時代的演進，為了提供客戶更多樣化的電

腦週邊配備選擇，持續在創新研發的道路上求新求變，給客戶們超乎期待的產品。

在生產項目的部分有主機板、顯示卡、網路卡、光碟機、筆記型電腦、平板電腦、

電腦週邊配備、電腦零件組、桌上型電腦、無線通訊產品、伺服器產品和儲存器

產品。圖 7為技嘉科技南平廠生產項目，其中主機板和顯示卡為大宗。 

 

圖 7、南平廠生產項目 
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二、 實習動機與目的 

 利用暑假的時間到職場上來學習，把所學到的專業知識應用在實務作業上，

將理論與實務做結合，藉由實習而獲得實務方面的經驗與知識，與不同人接觸學

習，如何處理的最恰當，學習與人溝通的能力，培養獨立執行專業，建立適當的

工作模式，努力工作並對工作有責任感。在做改善專案方面，從觀察開始做起，

到找出問題、想出對策，最後解決問題，可以增加思考能力，選擇最適當的決策，

讓公司效益最大化。 

三、 實習重點 

表 1、實習進度表 

 日期 主題 內容 

Week1 7/4(一)~ 7/8(五) 系統組裝 
了解系統產品與其生產

流程之概念 

Week2 7/11(一)~7/15(五) 
SMT、點膠、 

裁板 

了解SSD打件過程與後續

工序、深入探究系統組裝

製程 

Week3 7/18(一)~7/22(五) 

SSD 測試線、 

自選主題研究

報告 

了解其測試內容、SSD 生

管相關、主題選定、 

現況分析 

Week4 7/25(一)~7/29(五) 

SSD 包裝線、 

自選主題研究

報告 

SSD 流水線包裝、SSD 品

管相關、SSD 工程相關、

要因分析、對策實施 

Week5 8/1(一)~8/5(五) 
自選主題研究

報告 
效果確認 

Week6 8/8(一)~8/12(五) 
自選主題研究

報告 
建議與心得 

 

3.1 第一週 7/4(一)~ 7/8(五) 

實習的第一週主要都在了解公司簡介、廠區和生產線介紹(SMT、DIP 和組裝

線)，讓我們認識主管，發問問題，我的部門是在六樓-通訊組裝部，三樓跟六樓

的部門都是組裝部，主要是生產筆記型電腦跟 Server 處理器，有了初步的認識

後就到產線上觀察，這一週的前兩天負責的部分筆記型電腦的組裝線，在 7月 6

號當天接到通知而改為負責 SSD 的產線，針對 SSD 的 PCB 板去研究與探討。 
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3.2 第二週 7/11(一)~7/15(五) 

實習第二週已經對 SSD 的部分有比較了解，就從最初的地方開始著手，從

PCB板的打件開始觀察，之後還有人工作業的部分，分別為人工點膠和機器裁板，

透過錄影的方式來做紀錄，方便讓我畫出流程程序圖，從中去探討是不是有產生

浪費的流程或是動作，再去思考要如何進行改善。 

 

3.3 第三週 7/18(一)~7/22(五) 

實習第三週為觀察測試 PCB 板的作業流程，一樣透過錄影和碼表測時來做紀

錄，方便讓我畫出流程程序圖和人機圖，觀察當中是否有可以改善的地方，也有

對線上作業人員進行訪問，詢問他們是否有感到不順暢的流程或是不舒服的動作，

而我有進行實際操作，親自去體會能更快發現其中的問題。這週我有去找負責

SSD 的生管人員，詢問一些相關的事務，像是進貨、出貨和生產排程；另外在這

週也要決定報告的主題，而我的主題選定為提升 SSD 測試區的產能，選出主題後

便開始進行資料蒐集與分析。 

 

3.4 第四週 7/25(一)~7/29(五) 

實習第四週在觀察包裝線的部分，透過錄影和碼表計時記錄過程，然後畫出

流程程序圖來進行分析。另外對於 SSD 的工程和品管相關的事項進行訪問，了解

其部門各負責的工作和品管檢驗的項目與規格；這週的報告進度為要因分析和對

策實施，從測試過程中找出問題，並且針對這些問題提出改善方案。 

 

3.5 第五週 8/1(一)~8/5(五) 

實習第五週開始從對策實施中確認效果，這週我有請員工幫忙我進行測試，

利用我自己製作的模擬器具來檢驗是否有縮短操作時間，其中有一些改善方案是

透過模擬來進行，因為在這週的訂單量變得比較少，導致沒有足夠的量來讓我進

行實驗，而有一些比較簡單的改善方法就直接執行。 

 

3.6 第六週 8/8(一)~8/12(五) 

這是實習的最後一週，主要是把報告完成，將這次實習的過程和學習到的東

西整理在報告上，在最後一天的時候報告給公司的主管聽。 
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四、 實習單位 

實習分配到的部門是通訊組裝部，原本主要是生產手機的部門，後來因為沒

有再繼續生產而改成生產筆記型電腦，將三樓部門一些產品移至六樓來生產，之

後接了別間公司的外包工程在這邊生產，專門代工固態硬碟(SSD)內部的PCB板，

使用設備也是接續之前留下來的。我的實習內容包括一些上課課程，在實務方面，

主要與 SSD 的 PCB 板生產相關，從進料到出貨各個流程，將這些內容依照部門區

分來介紹說明。

 

圖 8、整體流程 

五、 實習內容 

5.1 生管 

生產是計劃、組織、控制生產活動的綜合管理活動，負責生產計畫與物料計

畫的整合，像是預測銷售量與銷售趨勢、規劃生產排程、評估人力、機器設備、

零件原物料之需求，也要負責與各部門確認訂單出貨是否順暢和客戶確認訂單，

達成業務協調的效果。 

 

 接單 5.1.1

以技嘉做電子代工的 SSD 來講，算是接單式生產，顧客將訂單交給我們，原

料和設備也是由供應商提供，再開始進行生產，因此不會有過多的庫存量。 

 

 收料 5.1.2

原料由客戶提供，由技嘉人員出車去發外包的公司領取原料，依物控報表來

檢視料件品質，回來後有些料件需要經過 IQC 做檢驗，有些則不用，之後直接送

至七樓的線邊倉做儲存。 

 

 發料 5.1.3

料件會直接送至七樓線邊倉儲存，由線邊倉進行發料給產線的動作，而包材

的部分會直接送至六樓存放，各自取需要用到的材料。 

 

 

 

進料 SMT 人工 Test Pack OQC 出貨 
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 安排生產排程 5.1.4

將訂單轉為工廠內的工單，會依照出貨時間來安排生產順序，在產線的部分，

生管人員依照 SMT 生產情報和料件是否齊全去安排七樓的上線時間，而六樓的上

線時間需依照 SMT 打件完之後的人工作業時間去做安排，盡可能的不要讓物料做

存放這個動作。 

 

 工單 5.1.5

將客戶訂單轉為工廠內的工單，提供生產做使用，可分為 NWA 和 NWC 兩種，

NWA 工單是在七樓 SMT 打件和人工作業，完成這些之後 NWA 入庫會自動轉為 NWC

工單送至六樓。 

 

 

 出貨 5.1.6

在出貨前一天要請倉庫安排出貨車輛，要確認出貨的地點、確認產品的類型、

數量和出車時間。 

 

 

5.2 製程方面 

5.2.1 SMT 製造流程 

 

圖 10、SMT 製造流程 

(1) 前置作業：將沒有真空包的 BGA 料件經過烘烤確保品質，烘烤完之後再做存

放，要開始打件之前，頇在金手指的地方貼上金手指膠帶避免汙染，寬度大

約是 5mm。PCB 板會有正板與背板的印刷，在開始生產前，工程師會將兩種

程式設定好，操作人員會架上需要用到的料件，將原先需做兩次前置作業，

以一次來完成，之後先打完背板，再由人員翻轉 PCB 板放置於產線最前端開

始打正板。 

(2) 送板：操作人員將 PCB 板放至於治具上之後，再放置到送板機上，由送板機

自動運送進印刷機，這裡會有時間的間隔，不會連續送進去。 

(3) 印刷機：利用刮刀及鋼板上的孔洞，錫膏可以透過孔洞附著在 PCB 板上。正

板與背板所使用的鋼板不同，需要人員作更換鋼板的動作。刮刀的種類、角

度、壓力、速度和鋼板的脫模速度都會影響錫膏印刷的品質。 

 

前置
作業 

送板
機 

印刷
機 

SPI 
高速
機 

手擺
件 

回焊
爐 

AOI 
人員
目檢 
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(4) SPI：使用的是 3D 錫膏檢測機，量測每一錫點的面積、體積、高度及檢測是

否發生錫膏短路。可確保錫膏印刷品質的優良，避免因錫點小，錫膏少或產

品使用時振動、熱漲冷縮造成的接觸不良，能在製程初期篩選出錫膏印刷不

良產品，一方面即時提供資訊供印刷機修改參數，一方面避免不良產品在生

產線上繼續加工。 

(5) 高速機： 將元件放置於 PCB 上正確的位置，在製程中大約 16 秒可以玩成一

片板子，管制項目有、程式正確性、零件正確性、置件位置、極性，依照

BOM 表和生產情報來做管制。 

(6) 手擺件：高速機打件完成後，使用人工擺件的方式，將連接器(connector)

裝上 PCB 板。 

(7) 回焊爐：擺件後送進回焊爐，透過熱風將錫膏熔解、冷卻，料件就能固定在

PCB 板上；回焊爐是慢慢加熱至最高溫，大約從 40 度到 240 度，溫度必頇

控制在不會將料件融化溫度範圍，需要控管的有溫度、時間和含氧量，此站

算是整條產線的瓶頸站。 

(8) AOI：為自動光學檢測，是透過光學原理比對 PCB 板上的零件及焊接點，確

認零件或焊接有無不良，並透過螢幕顯示圖像，讓檢測人員可快速的找出不

良品。 

(9) 目檢：進行目檢確認 AOI 驗出不良的成品進行複測，之後貼上條碼、刷進系

統以便追蹤。 

 治具 

在 SMT 製程時，會使用輔助治具，增加板邊的寬度和厚度，使其符合機台軌

道的間距，每種 PCB 板使用的治具都不同，依照其 PCB 板上的零件位置做設計，

為了要防止打件時造成掉件或損壞，在回焊爐烘烤時防止板子彎曲和零件脫落，

另一方面也可以增加人員擺件時的方便性。 

 

5.2.2 人工作業流程 

 

圖 11、人工作業流程 

 流程程序圖 

這是以一片測量的流程圖，從 SMT 打件完之後，從人工點膠→裁板→QC 檢

驗，分為三個主要流程。 

點膠 裁板 QC檢驗 
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圖 12、人工作業流程程序圖 

(1) 點膠：經過 AOI 檢驗之後，送至點膠站，這一站負責的工作是將膠水點上

PCB 板，為了防止料件脫落，所以多增加這一個工序，人員會先檢查 PCB 板

是否外觀不良才進行點膠，而等待膠固化的時間需要四個小時，這些是客戶

要求的，點膠完成後人員會做目檢，看膠水是否過量溢出。在人工點膠的部

分花費時間偏長，如果可以使用自動化機台來打件，可以使產能提升。 

 
圖 13、人工點膠 

(2) 裁板：裁板站的工作內容是將一大片 PCB 板用機器裁切成六小片，因為機器

裁切會使粉塵殘留在PCB板上，必頇用風槍來做清潔，之後進行規格的測試，

有分成 GO 和 NO GO 的兩種尺寸，符合規格才能送往下一站。 

 

圖 14、裁板作業 
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(3) QC 檢驗：裁切完成的良品會送至此站做檢驗，此站採用的是 MIL-STD-105E

的抽樣計畫，AQL 為 0.1 來抽樣，針對外觀和是否缺件進行檢驗。 

 

圖 15、QC 檢驗 

 

 動線圖 

從工作站的搬運路線圖，可以發現搬運距離遠，而且有重複經過的地方，

如果重新調整工作站位置，減低搬運距離，減少時間浪費在搬運，就可以減

少人員疲勞，讓效率提升。 

 

圖 16、人工作業動線圖 

5.2.3 測試作業 

 測試流程 

 

圖 17、測試作業流程 

 

前置作業 PF1 Burn in F1 F2 FQC 
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 流程圖 

 

圖 18、測試流程圖 

 流程程序圖 

這是各站以一片為例的動作流程，分為前置作業、PF1、B/I、F1 和 F2，刷

條碼的功用是為了防止前一站漏測，而資訊會送往 MIS 儲存，以供後續使用。 

 

圖 19、測試作業流程程序圖 
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(1) 前置作業：開始進行測試前，必頇先依照流程卡設定好客戶要求每一站的程

式，每張流程卡的需求都不太一樣，設定快大約需要三十分鐘，慢則需要一

個小時以上。 

 

 

(2) PF1：從七樓 QC 檢驗完之後，會送到此站做基本電性確認，確認無誤後會上

載 Burn-in 的程式，將資料寫入 PCB 板，之後進行燒機。目前工作站是一人

操作兩機，一台機器有 24 個卡夾插槽，流程圖上的上板和下板時間需要乘

上 24 次為實際操作時間。 

 

圖 20、PF1 站測試 

 

(3) B/I：將 PCB 板插上進行燒機，在 Burn-in 結束後會建立 log 以供 F1 判斷是

否為良品，在這裡的 log 是指紀錄程式內容。目前的工作站卡夾插槽有 750

站，但是在這站的燒機時間是較長的，站數常不夠使用導致出現暫存區堆積

過多無法消化，此站算是整條產線的瓶頸站，由於測試卡是廠商提供，公司

無法自行增設站數。 

 

圖 21、B/I 站燒機 
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(4) F1：檢測是否有燒機成功，Pass 將會以 Burn-in mark 取代，需要 F1 Pass

才會建立 F1 Mark 和 Self Burn-in Mark。目前工作站是一人操作兩機，一

台機器有 24 個卡夾插槽，流程圖上的上板和下板時間需要乘上 24 次為實際

操作時間，此站的測試時間比 PF1 的測試時間還要久，導致人員閒置時間過

長。 

 

圖 22、F1 站測試 

 

 

(5) F2：主要檢測 F1 是否有漏測或是不良品，防止不良品流到客戶手中。目前

工作站是一人操作一機，共有 20 個卡夾插槽，此站的測試時間較短。 

 

圖 23、F2 站測試 

 

(6) ICT：這個流程算是計畫性投產，將 PCB 板做一個前測，確認 PF1 和 Burn-in

是否有錯誤，用到這個流程的產品是因為還沒有出貨需求，等到有訂單需要

出貨的時候，會重新進行測試。 

 

 

 

(7) 維修：當檢測到外觀有瑕疵或是不良品的時候，會將 PCB 板貼上標籤送到維

修站，讓維修站的人員在進行檢驗一次，確認不良之後會進行維修的動作，

完成之後再送回產線重新測試。 
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 動線圖 

這個動線圖是物料的搬運過程，每個站別都有一個待測區，並不是一條流水

線，人員換箱的時候，都需要從待測區搬運至工作站上，搬運次數較頻繁，會造

成時間浪費在搬運上，降低生產效率。 

 

圖 24、測試作業動線圖 

5.2.4 包裝作業 

 包裝流程 

 

圖 25、包裝流程 

 流程程序圖 

此流程是包裝的作業流程，是以一片為例的動作流程，一盒最多可裝 50 片

PCB 板，目前的配置是流水線的狀態，在流程圖可以看到裝箱的部分需要花最久

的時間，但是需要等到足夠裝滿一箱之後才會進行裝箱的動作，在這等待時間內，

足夠來完成封箱作業。 

 

圖 26、包裝流程程序圖 

刷條碼 貼條碼 
裝氣泡
袋 

裝盒 裝箱 秤重 
上打包
帶 
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(1) 刷條碼 ：從箱子中取出 PCB 板，將條碼刷進 SFIS，檢查前面流程是否有誤。 

 

圖 27、刷條碼作業 

(2) 貼條碼 ：此流程頇看客戶是否有要求，需要多做貼條碼的動作，操作人員

才會列印條碼並且貼上。 

 

(3) 裝氣泡袋：將 PCB 板裝進氣泡袋，防止造成刮傷或損壞。 

 

圖 28、裝氣泡袋作業 

 

 

(4) 裝盒 ：把裝好氣泡袋的完成品摺好放進盒子內。 

 

圖 29、裝盒作業 
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(5) 裝箱 ：將裝好的盒子放進箱子裡，並且貼上標籤，之後進行封箱。 

 

圖 30、裝箱作業 

(6) 秤重：放上秤重機測量重量，做紀錄的同時，檢查每箱的重量是否有異常。 

 

(7) 上打包帶：將箱子捆上打包帶，增加牢固度，防止箱子撞壞。 

 

 

 動線圖 

此圖為包裝作業流程的動線圖，從待包裝區到包裝線中間的距離長，刷條碼

到裝盒是一條流水線，可是之後需要搬運至封箱區進行封箱，這個流程可以看出

有回流的狀況，這是比較不符合效益的地方。 

 

圖 31、包裝動線圖 

 

5.3 品管 

品管是負責檢驗所有的樣品，包括新進原料、製程中樣品、半成品以及成品，

以符合制定的規格，確認所有產品在製造過程中都能確保品質。在形式上又可分

為品管、品保和品檢，品管是控管好產線上的作業程序；品保是原料和產品的品

質掌控；而品檢就是出貨之前的確認作業，讓客戶不會收到錯誤的成品。 
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5.3.1 IQC  

IQC 為進料時進行的檢驗，依據物料特性和品質狀況，適切調整檢驗項目及

抽樣計畫，允收水準會因料件不同而有差異，IQC 一般檢驗項目包括標籤確認、

外觀檢測、電性測試、尺寸量測、上板實配和治具套量等。 主要採用

MIL-STD-105E Level II 的抽樣計畫表，會先以正常檢驗單次計數值抽樣，之後

進行調整。 

 

5.3.2 SMT 進料檢驗 

從客戶端進料之後，IQC 針對特定材料做檢驗之後會送至七樓線面倉，由線

面倉的人員來做入庫全測，將全部原料進行檢測，允收之後才入庫。 

 

5.3.3 OQC  

指產品在出貨之前為保證出貨產品滿足客戶品質要求所進行的檢驗，經檢驗

合格的產品才能予以放行出貨。出貨檢驗一般實行抽檢，出貨檢驗結果記錄有時

根據客戶要求提供給客戶。 

 

 

5.3.4 FQC 出貨檢驗 

這是 SSD 測試產線的 OQC，檢驗整條產線的流程是否全部都有測試。SSD 的

OQC部分由品管人員來進行抽檢，使用的是正常檢驗MIL-STD-105E的抽樣計畫，

AQL 為 0.1，在數量少的時候會進行全檢，數量多則使用抽樣計畫，由於 SSD 的

PCB板面積較小，問題比較不容易看見，因此有時候會使用加嚴檢驗來進行檢測。

檢驗人員會先從外觀開始檢查，檢查是否有刮傷或汙損、實物規格不符、金手指

鏽蝕氧化，之後使用電腦測試確認 Burn-in、F1 和 F2 是否有漏測的問題發生，

另外會檢查條碼標籤，檢查條碼是否有斷針、印字模糊或是有髒汙，都確認無誤

後才會出貨。 

 

 

5.4 工程 

工程部門可分為四大部分，分別是工業工程師(IE)、產品工程師(PE)、測試

工程師(TE)和維修工程師，負責的工作都不相同。 

 IE 5.4.1

主要負責的項目有產能規劃、設施規劃、製程分析與設計、成本分析、策略

規劃和專案改善，對於 SSD 產線部分，負責規劃廠房、機台擺放位置、分析人力

需求成本。 

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E4%BA%A7%E5%93%81
http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%87%BA%E8%B4%A7
http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E4%BF%9D%E8%AF%81
http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%93%81%E8%B4%A8
http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E6%8A%BD%E6%A3%80
http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%AE%A2%E6%88%B7


 

20 

 

 PE 5.4.2

對操作方法，過程參數，異常情況等事項進行控制，分析和處理，並維持生

產過程順利進行，制定產品製造及裝配的方法，以達到最佳的製造方式，並提高

產品的安全水準，遇到生產不順時，需要處理產品異常並設法預防其再發，以維

護產品的品質水準，並訂定安全規則，檢測及預防工業意外的發生。在 SSD 的程

式設定和設備檢驗是由 PE 來負責的。 

 

 TE 5.4.3

主要負責的是測試程式開發及維護，生產過程中會用到的治、工具也是由

TE 來負責設計與製造。在 SSD 的部分，測試卡擺放方式和燒機架是由 TE 製作，

相關設備也是由他們來負責。 

 維修 5.4.4

負責的工作是規劃保養維修作業計劃，以提供客戶滿意的售後服務制度，分

析產品功能異常狀況，並建立資料庫，負責維修報表之建檔與管理，提供顧客產

品維修的內容與報價，清理、維護並測試常用的工具、儀器。 

關於SSD的部分是將產線上的不良品，先經過複檢一次，確認是否真的不良，

如果不良再進行維修的動作，維修完成後再送回產線。 

 

 

 

 

 

 

 

六、 改善報告 

6.1 改善專案主題選定 

6.1.1 生產背景 

技嘉科技股份有限公司現階段做電子代工業務，主要是生產固態硬碟(SSD)

內部的 PCB 板，在近兩、三個月才開始生產，目前產線還不是最佳化的狀態，有

很多問題需要去解決，在設備的部分，都是由廠商提供，並不是說需要多少就可

以拿到多少，沒有辦法做完善的規劃，只能用這些條件去做最佳化的調整，之前

的訂單狀態是工單數量多，產量小，現階段已無投產，需等待與客戶協商之後在

確認後續是否繼續代工。 
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6.1.2 生產項目 

這是有在生產的項目，分別是 SATA、Half Slim、mSATA 這三種，SATA 和

Half Slim 在測試的時候直接插上測試卡即可，而 mSATA 因尺寸較小，需要多一

張轉卡來幫助測試，以下有產品和轉卡的圖。 

 

 

圖 32、SATA 的 PCB 板 

 

 

圖 33、Half Slim 的 PCB 板 

 

 

圖 34、mSATA 的 PCB 板 
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圖 35、mSATA 專用的轉卡 

 

6.1.3 主題選定 

從以下四項中依照問題本身和改善人員，去做評分標準，問題本身的部分分

為可行性、效益性、需求性，而改善人員的部分分為技術性、解決能力、預期時

間，可行性是問題的解決難度，效益性是產能提升的幅度和品質是否有提升，需

求性就是對於這個問題的需求程度，技術性是人員的專業能力，能否套用手法來

作改善，解決能力是由誰來負責改善，期望時間是做這個改善要花多久的時間，

評分方式為 1、3、5、7分，最後加總起來，選擇最高分為這次改善的主題，主

題就確定是提升 SSD 測試區的產能。 

 

 

圖 36、主題評分表 
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6.2 現況分析 

6.2.1 數據蒐集 

6.2.1.1 各容量之測試時間 

此表 1為不同產品的各容量在測試站的測試時間，從實際觀察蒐集得到的數

據，從表可以看出容量越大測試時間越長，可以針對不同時間去安排機台數量。 

由於有投產的項目是 SATA 的 256G 和 mSATA 的 64G，那我就針對這兩個項目

去做數據蒐集，蒐集各站的操作流程時間，藉由這些數據來找出問題點。 

 

表 2、各容量測試時間 

容量/站別 PF1 Burn in F1 F2 
Total 

(s) 

SATA 

128G 74 4500 138 30 4742 

256G 74 4500 142 32 4748 

Half Slim 

32G 138 2400 132 26 2696 

64G 235 4500 138 26 4899 

mSATA 

16G 111 2220 114 16 2461 

32G 137 2700 132 17 2986 

64G 151 4500 134 17 4802 

128G 231 5400 151 17 5799 

 

 

 

6.2.1.2 SATA 256G PF1 站測量數據 

這個產品是 SATA 256G 一人兩機的實際操作時間，圖中看到藍色的部分是屬

於操作時間，而粉紅色的部分是指閒置時間，上方的圖可以看到人員和機台的使

用率。從圖中可以看到人員使用率達到 90%，如果再加上寬放時間，那使用率可

能會達到 100%之多，使用率算是很高了。 
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圖 37、SATA 256G PF1 測量時間 

6.2.1.3 SATA 256G B/I 站測量數據 

這是測試 SATA 256G 的 B/I 站蒐集到的數據，這一站的站數有 750 站，從圖

中可以看出人員閒置時間過長，但其實在這閒置的過程中，人員會去做其他事務

或是協助他人，算是一個機動的人員，這樣也不會浪費時間在等待。 

 

圖 38、SATA 256G B/I 測量時間 
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6.2.1.4 SATA 256G F1 站測量數據 

這是測試 SATA 256G 的 F1 站蒐集到的數據，是一人操作兩機的實際數據，

從圖中可以看到人員使用率只有 71%，需要考慮到是不是可以再增加人員使用

率。 

 
圖 39、SATA 256G F1 測量時間 

6.2.1.5 SATA 256G F2 站測量數據 

這是在測試 SATA 256G 的 F2 站蒐集到的數據，這個站別是一人操作一機，

從圖中可以看到機器使用率 100%，人員使用率已經很高了，這個模式是適合的。 

 

圖 40、SATA 256G F2 測量時間 
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6.2.1.6 mSATA 64G PF1 站測量數據 

這是另外一個產品，是測試 mSATA 64G 的 PF1 站蒐集到的數據，從圖中可以

看到上板和下板的時間較久，原因是因為 mSATA 需要藉由轉卡來測試，在上板和

下板的過程中較不易拆裝，所以時間會花費比較久，圖中人員使用率算是比較尷

尬的數字，如果考慮再增加機台，人員使用率會過高，如果維持現狀，會產生閒

置時間。 

 

圖 41、mSATA 64G PF1 測量時間 

6.2.1.7 mSATA 64G B/I 站測量數據 

這是測試 mSATA 64G 的 B/I 站蒐集到的數據，是以 750 站來考量，圖中可以

看到等待時間沒有 SATA 來的這麼久，是因為上板和下板都需要拆裝轉卡，導致

上板和下板時間較長，人員閒置時間相對較短。 

 

圖 42、mSATA 64G B/I 測量時間 
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6.2.1.8 mSATA 64G F1 站測量數據 

這是測試 mSATA 64G 的 F1 站蒐集到的數據，是一人兩機的操作模式，人員

使用率有 81%。 

 

圖 43、mSATA 64G F1 測量時間 

6.2.1.9 mSATA 64G F2 站測量數據 

這是測試 mSATA 64G 的 F2 站蒐集到的數據，是一人一機的操作模式，人員

和機器使用率都很高，不太會有閒置時間。 

 

圖 44、mSATA 64G F2 測量時間 
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6.2.2 推算產能 

從以上蒐集到的數據來推算一天的最大產出，一天工時為八小時計算，表 2

和圖 27 為各站的測試時間和最大產出，可以看到在 B/I 的部分算是瓶頸站，產

出的量最少，因為測試卡是由廠商提供，公司無法自行增加站數，只能盡可能的

減少人員操作時間來增加產出。 

 

表 3、推算最大產能 

 
PF1 B/I F1 F2 

SATA 256G 

時間(s) 235.05 6852.71 307.95 111.8 

片數 48 750 48 20 

產出 5881 3152 4489 5152 

mSATA 64G 

時間(s) 354.82 8599.82 319.24 127.29 

片數 48 750 48 20 

產出 3896 2512 4330 4525 

 

 

圖 45、最大產能直條圖 
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6.3 要因分析 

6.3.1 尋找要因 

從現況分析和利用腦力激盪法畫出魚骨圖，針對人、機、料和法討論出為什

麼後段作業流程未達最佳化，大骨為人的時候，中骨為人員取料時間長、人員作

業時間 Idle、身體疲勞、操作動作多，小骨為抓取不易、移動距離遠、人機比

未達最佳化、測試時間久、彎腰頻繁、搬運次數多、上板頻繁、操作流程不順暢。

在機的部分，中骨為 B/I 櫃高低差、設備不足、測試卡損壞、切換程式介面放費

時間，小骨為插拔不易、機台不足、轉卡數量少、插拔次數多、螢幕介面小。在

料的部分，中骨為 PCB 板刮傷、汙損、不良品，小骨為搬運時撞件、人員抓取未

戴手套、前項作業錯誤。在法的部分，中骨為燒機時間長、取料距離遠、前置作

業時間長，小骨為產線不平衡、產線設計不良、空間限制、更換轉卡時間長、工

單數量多。 

 

圖 46、要因分析魚骨圖 

 

6.3.2 確認要因 

利用系統圖將魚骨圖的中、小骨展開為一次因和二次因，再針對二次因去尋

找是否有三次因的可能，之後針對發生性和嚴重性來做評分，評分標準為 3到

10 分，發生性就是發生的機率，是不是很常會發生這種情況，嚴重性就是這個

問題是不是很嚴重，而加權分數是將發生性乘上嚴重性得到的分數，最後挑選高

於 50 分的來做對策擬定。 
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圖 47、要因分析系統圖 

 

6.4 對策擬定 

6.4.1 ECRS 擬定改善方案 

從系統圖挑選出來要因之後，利用 ECRS 來擬定對策，那人機比未達最佳化

的改善是用重排（Rearrange）做改善，改善方式調整人機比；手指不易伸入格

子是用刪除（Eliminate）做改善，改善方式為設計容易取料的模式；物料放置

遠是用重排（Rearrange）做改善，改善方式為選定最佳擺放位置；操作流程不

順暢是用簡化（Simplify）做改善，改善方式為調整流程順序；有不必要動作是

用刪除（Eliminate）做改善，改善方式為更換新螢幕；人員身高限制是用簡化

（Simplify）做改善，改善方式為調整燒機架高度；燒機站數太少是用刪除

（Eliminate）做改善，改善方式為增加站數；動線規劃不佳是用重排（Rearrange）

做改善，改善方式為重新規劃動線；轉卡不易拆裝是用刪除（Eliminate）做改

善，改善方是為增設裝配好轉卡的機台；程式設定不易是用刪除（Eliminate）

做改善，改善方式為增設一台線外設定程式的機台。 
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對策擬定完之後進行評分，評分項目有可行性、效益性、期望時間，可行性

是改善方式的難易程度，效益性是這個改善方式能帶來的效益提升，期望時間是

要花多久才能完成這個改善方式，評分標準為 1、3、5、7、9分，最後加總起來

挑選 15 分以上的進行對策實施。 

 

 

圖 48、對策擬定系統圖 

6.5 對策實施 

在對策擬定的部分，利用PDCA循環來進行改善，PDCA循環是品質管理循環，

針對品質工作按規劃、執行、查核與行動來進行活動，以確保可靠度目標之達成，

並進而促使品質持續改善。 

規劃（Plan）：建立一個明確的目標，並制定相關的計劃和確定必要的程序。

通過這樣的方式可以在今後的過程中更好的衡量實現的結果和目標的差距以便

更好的進一步修正。 

 

執行（Do）：執行上一步所指定的計劃和程序，收集必要的信息來為下一步

進行修正和改善提供依據。 

 

確認（Check）：研究上一步收集到的信息，和預期設計進行比較。並提出修

改方案，包括執行後的改善和計劃的完善使得計劃的可執行性提高。 

行動（Act）：這一步是尋找相當的方法來縮減計劃目標和執行的過程中的結

果的差距，並且使得下一次計劃變得更加完美。 

 

由於目前無訂單，所以以下實施的對策是利用模擬的來驗證。 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E8%B3%AA
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E8%B3%AA
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6.5.1 對策 1-調整人機比 

目前的現況是一人操作兩機，由於測試時間長短不同，有些測試時間較長，

導致人員閒置時間過長，以 SATA 256G 在 F1 站測試為例，一人兩機測試時間需

要 307.95 秒，人員使用率 71.43%，一小時可以產出約 561 片。 

策略為調整人機比，由一人兩機改為一人三機，比較一人兩機與一人三機的

差異，在下圖可以看到一人三機測試時間需要 383.53 秒，人員使用率 87.36%，

一小時可以產出約 675 片，可以看到多花 75 秒左右的時間能多產出 24 片，一小

時可以多產出 114 片，可以依照產品的測試時間來調整機台數量。 

 

圖 49、SATA 256G F1 一人三機人機圖 

 

 

表 4、兩機與三機產能差異 

以 SATA 

256G F1 為

例 

花費時間

(s) 
人員使用率 

有效產出

(hr) 

一人兩機 307.95 71.43% 561pcs 

一人三機 383.53 87.36% 675pcs 
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6.5.1.1 後續比較 

比較一人兩機和一人三機的循環，下圖可以看到動作流程，如果將換箱時間

加進去，人員是不是會沒有休息時間，不考慮產生不良品的情況下，以一箱容量

來講可以放置 112 片，一台機器可以裝 24 片，表示說上板 5次和下板 5 次之後

才會有換箱這個動作，那以一人兩機來講，會在第三輪才需要進行換箱，就會有

175.98 秒閒置時間，那以一人三機來講，會在第二輪進行換箱，就會有 48.47

秒的閒置時間，一直循環來講有時候人員使用率可能會是 100%，但其實還是有

休息時間可以讓人員休息。 

 

圖 50、一人兩機與三機的動作流程 

 

 

6.5.2 對策 2-設計容易取料的模式 

原本的箱子可以看到圖 33，格子間距過大，高度過高，導致人員手指不易

伸入，抓取不易，會浪費時間在取料上，改善後的模型是由我自行設計的。 

策略是重新設計內箱，將間格和高度縮小，讓 PCB 板可以直立放置，超出格

子高度，讓人員取料方便，之後去比較改善前、後的時間差異，可以發現到改善

後上板一次約可縮短 8到 10 秒的時間，下板時間較無明顯的差異，整體來講一

人兩機可以縮短約 16 到 20 秒。 
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圖 51、改善前、後內箱差異 

 

 

表 5、改善前、後時間差異 

 
改善前 改善後 

作業項目 時間(s) 時間(s) 

上板 46.39 36.63 

按測試鍵 5.35 5.98 

刷條碼 18.3 17.86 

上板 49.91 40.73 

按測試鍵 6.29 5.47 

刷條碼 19.13 19.81 

確認、刷 OK 2.69 3.55 

下板 30.53 31.49 

等待 21.65 19.15 

確認、刷 OK 3.11 3.98 

下板 31.7 33.55 

Total 235.05 218.2 

 

 

6.5.3 對策 3-選定最佳擺放位置 

從圖 34 可以看到改善前的擺放位置，人員從機 1過去取料再回到機 1，再

從機 1去取料到機 2 放置，之後從機 2到機 1去將 PCB 板拆下到 Pass 箱，再回

去機 2將 PCB 板到 Pass 箱，總距離約為 480 公分。 



 

35 

 

改善後的為圖 35，人員從機 1過去取料再回到機 1，再從機 1去取料到機 2

放置，之後從機 2到機 1去將 PCB 板拆下到左方的 Pass 箱，再回去機 2 將 PCB

板到右方的 Pass 箱，總距離約為 330 公分，比原先的縮短了 150 公分。 

這僅為一次的取料距離，事實上一台機器有 24 個插槽，人員需來回 6到 8

次，如果將物料擺放位置改為這樣，可減少大量的移動距離。 

 

 
圖 52、原始擺放位置 

 

 

圖 53、改善後擺放位置 

 

 

 

6.5.4 對策 4-調整流程順序 

下圖為一人兩機的動作流程圖，可以看到改善前的動作流程分別操作機器到

一定的步驟才會換另外一台機器操作，對策為將相似流程放在一起，先將上板動

作和按測試鍵執行完，再進行刷條碼，可以看到改善後使用率提升約 4%總時間

也減少約 16 秒，簡單來說是減少一次刷條碼而第二台機器在閒置的時間。 
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圖 54、流程改善前、後差異圖 

 

表 6、流程改善前、後總時間和使用率 

以 SATA 256G F1 為例  操作員 機器 1 機器 2 

改善前 
總時間(s) 307.95 307.95 307.95 

使用率(s) 71.43% 75.44% 77.21% 

改善後 
總時間(s) 291.47 291.47 291.47 

使用率(s) 75.47% 79.70% 81.58% 

 

 

 

 

6.5.5 對策 5-更換新螢幕 

在測試過程中，需要使用 Shop Floor 和廠商提供的測試系統，在改善前可

以看到程式介面會擋到另外一個程式，會影響到的動作流程有兩個，分別為按測

試鍵和確認並刷OK條碼，按測試鍵完之後需要切換到Shop Floor來進行刷條碼，

而測試完成後需要先確認是否全部都測驗完成才能進行刷OK條碼，在這過程中，

造成了不必要的切換動作，改善後可以看到螢幕可一次顯示兩個程式介面，減少

了切換程式介面的時間，按測試鍵可減少約 3秒，確認並刷 OK 條碼可減少約 1.5

秒，在一人兩機過程中，按測試鍵和確認並刷 OK 條碼有各兩次動作，總共可減

少約 9秒的時間。 
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圖 55、更換螢幕前、後差異圖 

 

 

表 7、改善前、後時間差異表 

 
改善前 改善後 減少時間 

按測試鍵 5.5 秒 2.5 秒 3 秒 

確認、刷 OK 3 秒 1.5 秒 1.5 秒 

 

6.5.6 對策 6-調整燒機架高度 

燒機架約高 180 公分，高低落差造成人員需要彎腰或墊腳來操作，增加時間

花費，也會導致人員疲勞，在改善前將燒機架分為上、中、下三個部分，各分別

進行 12 片的上板時間，總共 36 片，測試結果花費總時間為 111.44 秒，而改善

後將燒機架位置設為人員腰部以上進行測試，上板36片的花費時間為86.06秒，

大約減少了 25 秒的時間，改善後不僅可以減少上板時間，也能降低人員彎腰或

墊腳的疲勞，可以更有效率地進行工作。 

 
圖 56、改善前、後相對位置圖 
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6.5.7 對策 7-增設裝配好轉卡的機台 

這個對策是針對 mSATA 項目的產品來擬訂的，由於產品的不同，需要裝上轉

卡來做測試，而更換轉卡會造成時間浪費，測時人員裝上轉卡一片需要 10.49

秒，拆下需要 6.34 秒，一台機器有 24 片需要更換，裝上全部轉卡需要 251.76

秒，拆下全部轉卡需要 152.16 秒，總共為 403.92 秒，如果事前設置一台活動式

且全部裝配好轉卡的機台，就能減少一些更換轉卡的時間，而活動式也能隨時支

援各站，供人員使用。 

 

圖 57、原始機台 

 

圖 58、裝配好轉卡的機台 

6.5.8 對策 8-增設線外設定程式的機台 

在測試前，都需要將工單上的程式需求設定好，每筆工單有不同程式設定，

工程師原先都需要在產線上設定並使用機台，一筆工單設定程式快的話需要 30

到 40 分鐘，慢的話需要一小時以上，這樣會佔用到人員使用機台的時間，影響

生產效率，解決對策為在線外多增設一台專門給工程師使用的機台，用於設定程

式，如此一來就不會與人員發生搶機台的情況，也能將程式提前設定好。 
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圖 59、線外設定程式的電腦 

6.6 效果確認 

6.6.1 改善效果確認 

將可以減少操作時間的改善策略結合在一起，分別為調整人機比、設計容易

取料的模式、調整流程順序、更換新螢幕、調整高度這五種方法，以一天八小時

工時來計算產能，圖 42 可以看到改善後的效果，各站的操作時間都有降低，而

SATA 的 F1 站和 mSATA 的 PF1、F1 站改為一人三機，從原先的 48 站改為 72 站，

B/I 站的部分雖然產量無法大量提升，僅有小量的提升，但是可以減少人員疲勞

度。 

 

圖 60、改善前、後產量差異 
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6.6.2 最終效果確認 

綜合以上改善結果，實質改善方面有前置時間、移動距離和產能，圖 43 可

以看到各項改善的幅度，其中產能改善幅度有 40%以上的為原先一人兩機改為一

人三機，維持一人兩機 SATA 的 PF1 也有 24%的產能提升，而隱藏效益雖然在數

據上無法顯現，卻對於員工來說是最重要的，可以減少疲勞、減少受傷可能性，

也能增加作業上的流暢度。 

 

圖 61、最終效果確認 

6.6.3 成本效益評估 

在改善策略部分從圖 62 可以看到各項改善成本和增加的項目，花費加總為

125000 元。 

 

圖 62、改善方法花費 
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利用提升的產能來推算一天八小時可節省的人力成本，共有四個工作站，有

四個員工，一小時以 120 元薪水計算，在 SATA256G 的部分可降低的人力時間約

為 7.5 個小時，可省 906 元；在 mSATA64G 的部分可降低的人力時間約為 8.3 個

小時，可省 1001 元，在降低人力時間的欄位其實是有小數點的，所以薪資與時

間相乘會有差異。另外，一筆工單可節省的時間為 0.5 小時，可以節省 60 元，

五筆工單可以節省 300 元，一天之中可能有好幾筆工單，這部分是比較無法估計

的。 

綜合以上資訊，實施改善方案的效益預計在 3個半月可以回本，其中不包含

產品出售後帶來的利益，如果加上產品利益，可以在更短時間之內回本。 

 

圖 63、換算人力成本 

 

6.7 建議 

由於是接單式生產，以下是針對訂單可能發生的情況，給予適當的建議，可

能發生兩種情況，一是工單的筆數多，但是每筆工單的產量小，需要多次的換線，

二是工單的筆數不論多或少，產量大。 

6.7.1 工單筆數多，產量小 

工單數量多，產品的種類項目也會繁多，如果依照型號、容量標示出測試時

間，將測試時間明確化，讓操作人員在為測試前就知道大概要測試多久，如此一

來即使數量少，人員也可挑選測試時間接近的項目來進行一人多機的測試，減少

一人一機造成的閒置時間，提升單位時間的產能。 

6.7.2 工單筆數多或少，產量大 

只要在產量大而穩定，又符合效益需求的情況下，如果設備充足，是否考慮

做成流水線，從測試到包裝一條龍生產，使產線的效益提升到最好。另外一個建

議是使測試卡之間的間距固定，設計一次上板多片的模式，減少人員頻繁的上板

和下板動作造成時間浪費。 
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七、 心得 

7.1 關於實習單位 

我分配到的部門是通訊組裝部，位於技嘉公司的六樓，實習的部分是在 SSD

產線，從觀察開始，然後親手實際操作，更能瞭解工作時會有的問題，之後再利

用一些工具和手法來蒐集資料，像是實際訪談和碼表測時，實際訪談最能知道操

作員需要的是什麼，哪裡會比較有問題，畢竟她們是每天都在使用，而碼錶測時

能將資料轉換成數據，從中分析問題點，再針對這些問題去提出改善。 

一開始我進到產線上的時候，我發現有台灣人和外勞，當然裡面有一些阿姨

都會好奇我來幹麻的，也很熱心、很主動的幫助我，但對於外勞來講，我的第一

個想法是如果之後需要問一些問題或是請她們幫忙，但是語言不通怎麼辦，頓時

覺得英文真的很重要，還好外勞裡面有一個比較會講中文，讓我比較沒有困擾。 

 

 

7.2 關於實習內容 

剛開始實習的時候，主管有先幫我們複習課程，以利於我們使用在產線上，

在實習過程中，關於產線的問題有和長官們一起開會討論，從開會過程中，我發

現到做決策的時候是最重要的，也是最關鍵的一個步驟，當一個決策被提出之後，

必頇經過所有人員的質問，要說服大家說這個決策是可行的，讓我體會到職場的

開會情況，更為認真、嚴肅。在進行改善的部分，不能只考慮到單一個方面，改

善的方法必頇經過多方面思考，需要花費多少人力、多少成本，可以帶來多少效

益，這些都需要去找到一個最佳解，找出最適合的方法。 

 

 

 

7.3 關於自己的學習 

雖然實習只有短短的六週，但是在這六週的實習裡，學到了不少的東西，除

了將學校上過的課程在加深複習以外，還從一個完全不了解的公司，到後來慢慢

熟悉，剛開始一定是先從瞭解開始，瞭解最基本的公司簡介之後到認識部門、認

識長官、認識產品，最後才會到產線，藉由觀察找出問題，設計改善方案，在改

善方面需要考量到是否符合公司需求。在專業知識部分，可以比較出在學校所學

和工廠實際狀況的差異，並且將各類課程合併運用在實際上，透過這次的實習讓

手法更多元化，讓我運用起來變得熟練，也比較不會有錯誤。 
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7.4 總結 

雖然實習時間只有短短的六週，排程很緊湊，每一點時間都不允許浪費，讓

我在這六週裡過得很充實，我很感謝公司的主管們對我們實習生的照顧，主管們

都會關心我們報告的進度，也會跟我們討論報告內容，並且給我們一些意見，雖

然在報告給長官聽的當天壓力會很大，但這算是一種磨練，將來出社會工作遲早

會面臨到的事情；也要感謝產線上的所有人，他們會和我分享一些經驗，告訴我

可以從什麼方面去思考，當我有問題的時候，他們也會仔細地跟我解釋，在做改

善專案的時候，我提出我的改善方案，他們也都盡心盡力的幫我測試，雖然這份

報告是要我獨自完成，但是在實習的這段期間裡，我感受到被照顧的溫暖，感受

到不是一個人在做報告。 


